


Uber den FED

Ihre Wettbewerbsfahigkeit zu steigern, ist unsere Mission. Der Fachverband fi
Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung (FED) vertritt die Interessen von
700 Mitgliedern, darunter Leiterplattendesigner, EMS-Firmen, Leiterplattenherg
EDA-Firmen, Anbieter von Fertigungsanlagen, Software und Verbrauchsmater

sowie Prozess- und Technologiedienstleister.

Der FED gibt seinen Mitgliedern Orientierung und Unterstttzung bei technischy

Unternehmensprozessen und Entscheidungen. Schwerpunkt der Verbandsarb
ist die Aufbereitung und \Wggiliee von Fachwissen sowie die berufsbegleitende
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lhr FED vor Ort

Der FED gliedert sich in 12 Regionalgruppen, die flachedeckend in

Deutschland, Osterreich und der Schweiz aktiv sind. Auf den regel-
mafigen Treffen kdnnen sich Fachleute aus der Region in Vortragen,
Workshops und Diskussionsrunden weiterbilden, Wissen austau-
schen und neue Kontakte knupfen.
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Seminare und Schulungen Die FED-Konferenz

Die jahrliche Konferenz ist der Hohepunkt in der Arbeit des FED.
In verschiedenen Themenblocken vermitteln Fachexperten spezi-
alisiertes und aktuelles Wissen uber die Elektronikentwicklung und
-fertigung. Die Konferenz richtet sich an alle Verbandsmitglieder
sowie an Fachleute aus der Elektronik- und verwandten Branchen.

Mit ber 30 Seminaren und Kursen an tber 100 Terminen bietet
lhnen der FED aus den Bereichen Entwicklung, Elektronikdesign und
der Fertigung von Elektronik ein breit gefachertes Angebot. Dabei setzt
der FED auf ein Referententeam mit ausgewiesener Praxiserfahrung.
Kontinuierlich werden bestehende Inhalte von Seminaren und Kursen
aktualisiert. Die Teilnehmer lernen in professionell ausgestatteten Die zweitagige Konferenz mit Vortragen und begleitender Ausstellung
Seminarraumen mit hochwertigen Schulungsunterlagen und erhalten bietet mehr als 300 Teilnehmern Raum und Zeit zum Informieren,
CNU 3BWCNK'MCVKQPUPCEJYGKU GKP KP (CEJM DiekKtigrerrund R&zwbtl@® PVGU <GTVK'MCV

#NU -QQRGTCVKQPURCTVPGT FGU #8.' DKGVGV [EGTZ¢ & GMEEG H KGR SMWICNK' VK G T-

te Ausbildung zur Fachkraft fur Lottechnik in vier Modulen an. Quali-

"\KGTVG 6TCKPGT CWU FGT 2TCZKU NKGHGTP LGFGO 6GKNPGJOGT YKEJVKIGU
Hintergrundwissen in enger Verknipfung mit den handwerklichen

Fertigkeiten im praktischen Bereich.

Alle Aus- und Weiterbildungsangebote bietet der FED auch als
house-Schulungen an. Dabei werden die Bedirfnisse und Wiinsche - -

der Unternehmen individuell und praxisnah umgesetzt. Die hohen P U b | I katl O n e n U n d We bS h O p
#PURT EJG FKG FGT (‘& CP UKEJ UVGNNV YGTFGP OKV FGT <GTVK'\KGTWPI

nach DIN EN ISO 9001:2015 bestatigt.

Die FED-Schriftenreihe Bibliothek des Wissens behandelt aktuelle
Themen, die fur die tégliche Arbeit im Design und die Produktion von
Leiterplatten und Baugruppen von Bedeutung sind. Themen und Inhalte
entstehen in FED-Arbeitskreisen, stammen von anerkannten Fachleu

ten und stellen Ergebnisse von Forschungsvorhaben dar.

[1 zzZ IHG GH ZHLWHUELOGXQJ

+0 ('& 5 JQR M PPGP 5KG CNNG (CEJRWDNKMCVKQPGP
IPC-Richtlinien erwerben. Die FED-Geschéftsstelle berat Sie dabei
gerne.
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PCB Designer

Leiterplatten- und Baugruppendesigner bilden die Briicke zwischen
der Elektronikentwicklung und -fertigung. Sie sind die Schnittstelle
fur alle am Entwicklungsprozess beteiligten Akteure. Eine wichtige
Aufgabe sieht der FED in der Erhéhung der beruflichen Kompetenz
und Akzeptanz der Leiterplattendesigner.

PCB-Designer-Tag

PCB Design Award
O

Mit ihrer Arbeit tragen die Leiterplattendesigner nicht nur die Verant-
wortung uber die Herstellkosten, sondern sie beeinflussen mafl3geb-
lich die Qualitat der Leiterplatte sowie deren Fertigung, Bestiickung
und Montage. Der PCB Design Award ehrt im 2-jahrigen Turnus die
Leistungen von Leiterplattendesignern im deutschsprachigen Raum.
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#WH FGO L JTNKEJ UVCVV'PFGPFGP 2%$ &GUKIPGT 6CI TGHGTKGTGP 2TCM-

tiker fur Praktiker. Mit praxisnahen Vortragsthemen legen sie jedes
Jahr die Grundlage zu vielen anregenden Gesprachen.
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3(LFKWVHP
ZED Level 'DKOVHPLQ
Leiterplatten- und

ZED Level Baugruppendesign 2

Leiterplatten- und
Baugruppendesign 1

ZED Level
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Der FED hat ein europaweit einmaliges Aus- und Weiterbildungs-

konzept fur Leiterplattendesigner entwickelt. In den Seminaren und

Kursen der ZED Level | bis IV wird den Teilnehmern fachliches Grund-

und Spezialwissen im Bereich des Leiterplatten- und Baugruppen-

designs vermittelt. Im Vordergrund steht die Einbindung der Designer

in den gesamten Produktprozess. Nach jedem abgeschlossenen ZED
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Unternehmen einen effektiveren Designprozess umzusetzen.
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